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黄金
5月底，美国对伊朗发动新一轮

打击令和平前景蒙上阴影，并

使美联储加息担忧继续成为市

场关注焦点，金价跌至4400美

元/盎司下方，降至两个月低

点。

白银
5月底，金银比继续于60附近横

盘整理。

铂金
5月底全球铂金交易所交易产

品（ETP）持仓量降至311万盎

司，为2024年4月以来最低水

平。

钯金
4月份欧盟汽车销量同比增长

5.1%，至97.2万辆，其中新能

源汽车销量增长18%，燃油车销

量下降17%。

 

黄金电子业需求：从一般用途转向关键赋能
近年来黄金价格大幅上涨对全球电子制造业的成本结构

形成显著压力。来自我们工业领域联系人的反馈显示，该

行业正经历一场以重新调整黄金使用策略为核心的结构

性转型。这并非单纯的成本管理举措，而是对材料选择和

工艺设计的根本性重构，旨在维持长期竞争力。

为应对持续的材料成本通胀，电子行业制造商根据终端应

用对可靠性的要求采取了不同策略。

在消费电子和标准内存模块等成本敏感型市场，减金措施

已得到广泛实施。举例来看，电路板制造商正加快从传统

化学镀镍浸金（ENIG）工艺向钯-金复合工艺（ENEPIG）转

型。从实际应用看，这一转变可在铜基底上沉积更薄且控

制更精准的金属层，在保持功能完整性的同时大幅降低

单位黄金用量。相对于覆盖整个表面的镀金技术，引线框

架生产商也已采用选择性电镀技术，仅在关键触点镀金，

从而显著节省材料用量。

半导体封装中金键合线的替代也遵循了类似路径。尽管

黄金传统上一直是高可靠性互连材料的首选，但正日益被

铜、铜镀钯（PCC）和银合金等替代材料所取代。行业数据

显示，这一趋势在大批量消费电子和通用型微控制器生

产中最为显著。
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Metals Focus感谢下列机构对《贵金属周报》中文版的支持

www.randrefinery.com www.realkrugerrand.com

Metals Focus 感谢其合作单位——中国黄金协会
对《贵金属周报》中文版的支持

www.valcambi.com www.ABCbullion.com www.bulmint.com

www.invest.mennica.com.pl

www.axedras.com www.miller-insurance.com
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高可靠性应用领域的情况截然不同，与上述趋势形成鲜明对

比。AI服务器基础设施、汽车电子和先进光通信模块等领域对

信号完整性和组件寿命有着严格要求。这些领域用金量依然

坚挺，在部分规格中甚至有所增加。

内存标准向HBM4（高带宽内存）的过渡正体现了这一趋势。随

着芯片堆叠密度上升到新水平，镀金厚度规格已由此前的2~3

微米上调至5~8微米，同时纯度要求也更为严格。其战略考量

显而易见：在超高性能系统中，由互连接口稳定性不足引发的

系统级故障风险会造成灾难性隐患，其影响远非材料替代所

带来的边际成本节约可比。

硅光子技术和共封装光学（CPO）商业化落地成为另一关键焦

点，相关技术于2026年进入关键部署阶段，将基于光的数据传

输直接集成至芯片封装中，在显著提升AI数据中心数据吞吐量

同时也降低了能耗。

对于黄金市场而言至关重要的是，这种混合光电集成趋势对信

号衰减异常敏感，因此相关基板和引线框架必须采用高纯度

镀金，其结果便是共封装光学技术的快速普及正创造出一个

重要的新增需求来源。

黄金电子业需求量

数据来源：Metals Focus五年期季度预测报告
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低轨卫星（LEO）市场快速扩张及汽车领域对激光雷达

（LiDAR）和4D成像传感器的需求增长进一步强化这一趋势。

这些领域持续带动化合物半导体组件出货量强劲增长。与标

准商用部件相比，此类组件对热管理和可靠性的要求更为严

苛，因此所需背面金属化镀金层厚度显著高于行业平均水平。

黄金在半导体封装领域的角色正在发生战略性转变。随着芯片

堆叠技术和异构集成成为行业标准，微凸点镀金和晶圆背面

金属化等工艺正消耗越来越多的高纯度黄金。这一“功能性升

级”确保即使传统金线用量因替代效应而下降，电子领域黄金

消费整体仍具韧性，其发展方式是向更复杂的结构演进，而非

简单的规模收缩。

总体来看，电子领域正面临双重现实情况。一方面，消费级电

路板、标准引线框架和通用封装键合线等传统黄金应用支柱

正经历系统性的单位用金量下降变革。随着替代技术持续成

熟、替代材料渗透率不断提升，这一趋势短期内不太可能逆

转。而另一方面，高可靠性应用带来的增长预计将超过上述需

求降幅。其中重要之处在于，上述新兴应用中的黄金使用具有

单位用金量更高、规格要求更严格、对价格波动敏感度相对较

低等特点。

展望未来，能够成功掌握精密镀金、薄膜工程及高性能应用严

格可靠性认证的制造商有望在竞争中获得优势。电子领域围绕

黄金需求的叙事正发生演变，从主要以规模为核心日益转向质

量和精度定义模式。鉴于这一转型仍处于早期阶段，因此在未

来数年内，其对工业用金需求的影响将持续显现。
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